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GERMAN UTILITY MODEL 

Date laid open to public inspection: December 30, 1 97 1 

1 

1 8 

21g 11-02 7128442 

AT 7/23/71 

Title: Hermetically Sealed Housing for Semiconductor Elements 
Applicant: Siemens AG, 1 000 Berlin and 8000 Munich; 


^ Check where applicable: Do not make entries in fields with thick borders! 

German patent office 

8000 Munich 2 City: Munich 

Date: July 23, 1971 

Own reference: 7 1/1 1 20 Please do not make any entries! 


It is hereby requested to make the entry in the register for utility models for the object described in the appendices (device or article of daily use 
or a part thereof). G 71 28 442.9 


Applicant: 

First name, last name, maiden name for women; company and 
headquarters according to commercial register entry; other 
designation of the applicant) 

in (zip code, city, street address, P.O. Box; for foreign locations, 
country and district) 

Attorney: 

(name, address with zip code, P.O. Box if applicable; indicate 
attorney's office with power of attorney) 

Domestic representative, address for service 
(name, address with zip code, P.O. Box if applicable) 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Berlin and Munich 

8000 Munich 2, Wittelsbacherplatz 2 

753405/08 

Siemens Aktiengesellschaft Box for deliveries 

German Patent 
Office, Munich 

The application is a "division from the utility model application, file number 
is claimed as the application date for the division 7 

Description: 

(short, brief technical description of the object to which the 
invention refers in agreement with the title of the description; no 
creative description!) 

Hermetically sealed housing for semiconductor components. 

The following is claimed: 

Foreign priority of the previous application 

(sequence: application date, country, file number; check box 1) 

Exhibition priority 

(sequence: 1 . Laid open to public inspection [illegible] description 
and location of exhibition with opening date; check box 2) 

1 
2 


The fee for the utility model application of DM 30 

has been paid x will be paid* 


It is hereby requested that the entry and publication be postponed for 3 months (maximum of 6 months from the date of application). - until 
10/23/71 

Appendices: (the checked documents are attached) 

1. Another copy of this application 1.x 

2. Two descriptions 2. x 

3. Two copies with 1 claim 3.x 

4. Two sets of drawings on 1 page 4. x 
or two of the same models 

5. Assignment of power of attorney 5. 


♦check where applicable. 


Utility model 

Area for fee stamps 

Copies have been retained of this application 

application 


and all associated documents. 
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For [signature] 
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Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich 


Munich 2, July 23, 1971 
Wittelsbacherplatz 2 
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Hermetically sealed housing for semiconductor components. 


The innovation concerns a hermetically-sealed housing for semiconductor components with a 
floor part, an annular side part tightly connected to the floor part, a conductor strip (serving to 
contact the system of the semiconductor component) that is firmly held between the floor plate 
and the side part as they are joined so that one end of the conductor of the conductor strip 
extends into the free area formed by the side part, and with a cover tightly connected to the side 
part at its side facing away from the floor plate. 

In addition to other demands, superior reliability of operation under extreme conditions is 
required of semiconductor components, for example under strongly fluctuating temperatures and 
weather conditions, and they are required to occupy a minimum amount of space when installed 
in printed circuits. In general, superior and constant operation is attained by hermetically sealing 
the semiconductor component in a housing. However, this requires a certain amount of space. 

Until now, semiconductor elements have been enclosed in metal housings that preferably have 
circular basic parts, or in housings made of glass or ceramic. So-called flat packs are 
semiconductor arrangements in flat housings made of sinterable insulating material. To 
manufacture these housings, a prefabricated floor made of sinterable material with an 
intermediate metal conductor strip provided with tongue-like projections (whereby the conductor 
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strip bears the semiconductor arrangement) is connected with a frame-like housing side part by 
sintering it to an open can. A cover is then sintered or soldered on to this open can to 
hermetically seal it. The closed semiconductor component therefore has the shape of a flat can 
out of which the electrical connections extend in different directions at the side part. 

The task of this innovation is to minimize the space required by an individual semiconductor 
housing without impairing the previously-obtained operational reliability of the semiconductor 
element in a tightly sealed housing. 

According to the innovation, this task is solved in that the conductor of the conductor strip is led 
out parallel at the narrow side of the housing in only one direction. 

A housing made according to the innovation in which is sealed a semiconductor arrangement is 
particularly suitable for being installed in printed circuits, whereby the narrow side of the house 
is used as a base surface. Such an installation method only requires a minimum amount of area 
on the printed circuit board. 

The advantages of the housing designed according to the innovation are as follows: on the one 
hand, the hermetically sealed housing of the semiconductor arrangement yields the desired 
operational reliability, and on the other hand, the housing designed according to the innovation 
allows further miniaturization of semiconductor circuit arrangements. 

The innovation will be further explained with reference to figures 1 and 2. 
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Figure 1 shows an exploded view of a housing according to the innovation. A frame-like annular 
side part 4 also made of sintered glass is sintered onto the floor part 1 made of sihterable material 
such as sintered glass with an intermediate metal conductor strip 3 with tongue-like projections 
2. After one or more semiconductor components 5 are installed in the pot-like interior formed in 
this manner, the interior is hermetically sealed by a cover 6 such as a ceramic or metal plate 
using a low-melting solder glass or metal solder 7 that is applied to one side of the inside of the 
cover 6. 

The ceramic plate serving as the cover can also be replaced by a metal plate. To obtain a tight 
seal when using a metal cover, a metal ring is glassed onto the top of the sinter glass ring that 
enables a tight, metal solder joint. 

It is also possible to make the house completely out of ceramic, and prefabricated ceramic parts 
are joined with a high-melting glass solder with an intermediate metal conductor strip. 

Another option is to join corresponding plastic components in a suitable manner to form a sealed 
housing for semiconductor elements according to the innovation. 

Figure 2 shows a housing 8 manufactured according to the innovation that hermetically encloses 
a semiconductor arrangement 5 that is installed in a printed circuit 9 in a space-saving manner. 

1 claim 

2 figures 
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Claims 


Hermetically sealed housing for semiconductor components with a floor part, an annular side 
part tightly connected to the floor part, a conductor strip serving to contact the system of the 
semiconductor component that is firmly held between the floor plate and the side part as they are 
joined so that one end of the conductor of the conductor strip extends into the free area formed 
by the side part, and with a cover tightly connected to the side part at its side facing away from 
the floor plate, characterized in that the conductor of the conductor strip is led out parallel at the 
narrow side of the housing in only one direction. 
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Hermetisch abgeschlossenes Gehause fur Halblelterbauelemen«e. 

Die Heuerung betrifft ein hermetisch abgeschlossenes Gehause 
fur HaTbleiterbauelemeate mil einem Bodenteil, einem Bit dem 
Bodenteil dicht verbundenen, ringfbrmigen Seitenteil, e:nem 
zur Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauele nents diensn- 
den Leiterband, daa zwischen der Bodenplatte und dem Seitenteil 
durch deren Yerbindung feet gehaltert let, derart, dafi die 
einen Enden dsr Leiter des leiterbandes in den durch das Sei- 
tenteil gebildeten freien Raum ragen, und mit einem mit dem 
Seitenteil und dessen von der Bodenplatte abgewandten Seite 
dicht verbundenen Deckel. 

Ton Halbleiterbauteilen wird neben anderen Anforderungen hfichste 
Betrieb3zuverl&ssigkeit auch bei extremen Bedingungen, z.B. hei 
stark wechselnden Temperaturen und Witterungsverhaltnissen, 
und daneben minimale Raumbeanspruchung beim Einbau in gedruckte 
Schaltungen gefordert. Im allgemeinen wird eine besondere 
PunktionsttLchtigkeit und eine gleichmaBige Arbeitsweise des 
Bauelements durch ein hermetisches AbschlieBen des Halbleiter- 
bauelements in einem Geh&use erreicht, was aber andererseits 
stets mit einer entsprechenden Raumbeanspruchung verbunden 
ist. 

Bisher verden die Halbleiterelemente in Metallgeh&usen, die 
bevorzugt kreisformige Grunctflachen besitzen, oder in GehSueen 
aus Glas bzw. Keramik eingeschloesen. Die sogenannten m Plat- 
packs" stellen Halbleiteranordnungen in flachen Geh£usen aus 
sinterfahigem Isoliermaterial dar. Zur Herstellung dieser 
Gehause wird ein vorgefertigter Boden aus sinterffihigem Mate- 
rial unter Zwischenfiigung eines mit zungenartigen PortsStzen 
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vereehenen, metallischen Leiterbandes, das die Halbleiter- 
anordnung tr&gt, mit einem rahmenartigen Gehauseseitenteil 
durch Sintern zu ciner offenen Dose verbunden, Auf diese 
offene Dose wird durch nochmaliges Sintern oder Loten ein 
5 diese hermetisch verschlieBender Deckel aufgebracht. Das 
abgeschloesene Halbleiterbauelement besitzt damit die Form 
einer flachen Dose, aus der an dem Seitenteil in verschie- 
denen Richtungen die elektrischen Anschlttsse herausragen. 

Aufgabe der vorliegenden Neuerung ist es, die Raumbeanspruchung 
10 eines einzelnen HalbleitergehSuses zu minimal isi eren , ohne 

die bisher erreichte Betrlebszuverl&ssigkeit des Halbleiter- 
elements in dicht verschlossenem Gehause zu beeintrachtigen. 

NeuerungsgeiaaS wird diese Aufgabe dadurch gclcst, da£ die 
Leiter des Leiterbandes an der Schmalseite des Gehauses ledig- 
15 lich nach einer Richtung parallel herausgeftihrt sind. 

Ein nach der Neuerung angef ertigtes Gehause mit einer darin 
dicht eingeschlossenen Halbleiteranordnung ist besonders 
geeignet fiir den Einbau in gedruckte Schaltungen und zwar 
derart, da6 die SchmalBeite des GehSuses als Grundflache 
20 bentltzt wird, Eine solche Einbauweise beansprucht nur eine 
minimal kleine Flache der gedruckten Platine. 

Die Yorteile eines nach der Neuerung ausgebildetcn Gehauses 
sind: Zum einen verleiht das hermetisch abgeschlossene Gehause 
der Halbleiteranordnung die gewunschte Betriebszuveriassigkeit 
25 und zum and eren erlaubt das nach der Neuerung gestaltete Ge- 
hause eine weiterftihrende Miniaturisierung von Halbleiter- 
schaltanordnungen. 

An Hand der Piguren 1 und 2 wird die Neuerung noch naher be- 
schrieben. 
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Pigur 1 zeigt ein neuerungsgemHBes Gehfiuee in Explosions* 
garstellungt knf einem Bedenteil 1 aus sinterfehigem 
Material, z.B. Sinterglas, vird unter Zwischenlage eines 
mit zungenartigen Ports&tzen 2 versehenen metallischen 
Leiterbandes 3 ein rahmenartiges, ringf5rmiges Seitenteil 4, 
ebenfalls auB Sinterglas, aufgesintert. Each Einbau eines 
oder mehrerer Halblelterbauelemente 5 in den so gebildeten 
topfartigen Innenraum vird dieser durch einen Deckel 6, 
z.B. eine Keramik- oder Metallplatte, unter Yerwendung 
eines niedrigschmelzenden LotglaBeB oder Hetallotes 7» 
das einseitig auf der Innenseite des Deckels 6 aufgebracht 
ist 9 hermetisch versch^ossen. 

Die als Deckel dienende Keramikplatte kann auch von einer 
Metallplatte ersetzt werden. Urn auch bei Yerwendung eines 
nctalldeekele einen dichien YerechiuS zu erhalten, wird auf 
die Oberseite des Sinterglacringes ein Metallring aufgeglast, 
der eine dichte, metallische IStverbindung ennoglicht. 

£8 iet weiterhin mBglich, das Geh&use in Vollkeramiktechnik 
auszufiihren, vobei vorgefertigte Keramikteile mit einem hoch- 
schmelzenden Glaslot unter Zwischenlage eines metallischen 
Leiterbandes verbunden Bind. 

Eine weitere MSglichkeit iet, entsprechende Plastikbauteile 
in geeigneter Weise zu einem verschlossenen Gehause fur 
Halbleiterelemente nach der Neuerung zusammenzufiigen. 

Pigur 2 zeigt ein nach der Neuerung angefertigtes Gehause 8, 
das eine Ealbleiteranordnung 5 hermetisch einschlieBt und in 
raumsparender Weise in eine gedruckte Schaltung 9 eingebaut 
ist. 


1 Schutzanspruch 

2 Pigur en 
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Schutzanspruch 

Hermetisch abgeschlossenes Geh&use fur Halbleiterbau- 
elemente mit einem Bodenteil, einem mit dem Bodenteil 
dicht verbundenen, ringformigen Seitenteil, einem zur 
Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauelements 
dienenden Leiterband, das zvischen der Bodenplatte und 
dem Seitenteil durch deren Verbindung fest gehaltert 
ist, derart, daB die einen Enden der Leiter des Leiter- 
bandes in den durch das Seitenteil gebildeten freien 
Raum ragen, und mit einem mit dem Seitenteil an dessen 
von der Bodenplatte abgewandten Seite dicht verbundenen 
Deckel, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Leiter des Leitcrbandes an der Schmalseite des 
GehSuses lediglich nach einer Richtung parallel heraus- 
gefiihrt sind. 
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Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 
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